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智能硬件装调员

国家职业技能标准

（征求意见稿）

1 职业概况

1.1 职业名称

智能硬件装调员

1.2 职业编码

6-25-04-10

1.3 职业定义

能够使用示波器、信号发生器及计算机或手机等工具设备，完成智能硬件模

块、组件及系统的硬件装配及调试、软件代码调试及测试、系统配置及联调等智

能硬件装调工作任务的技术服务人员。

1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、

二级/技师、一级/高级技师。

1.5 职业环境条件

室内、室外，常温。

1.6 职业能力特征

具备学习、分析、推理和判断能力；具有表达、沟通能力；具有相应的计算

能力、动手能力。

1.7 普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

1.8 培训参考学时

五级/初级工 160 标准学时，四级/中级工 140 标准学时，三级/高级工 120

标准学时，二级/技师 100 标准学时，一级/高级技师 80 标准学时。

1.9 职业技能鉴定要求

1.9.1 申报条件
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具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）累计从事本职业或相关职业
①
工作 1年（含）以上。

（2）本职业或相关职业学徒期满。

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（1）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书（技能等级证书）后，

累计从事本职业或相关职业工作 4年（含）以上。

（2）累计从事本职业或相关职业工作 6年（含）以上。

（3）取得技工学校本专业或相关专业
②
毕业证书（含尚未取得毕业证书的在

校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业

学校本专业或相关专业
③
毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（1）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，

累计从事本职业或相关职业工作 5年（含）以上。

（2）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），

具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业

生）；或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），

并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业
④

毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（3）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，取得本职业或相关职业

四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工

作 2年（含）以上。

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）后，

①相关职业：电子设备装配调试人员、电子产品维修人员、物联网安装调试员等，下同。

②技工学校相关专业：电子技术应用、音像电子设备应用与维修、物联网应用技术、工业互

联网技术应用、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修等，下同。

③中等职业学校相关专业：电子信息技术、物联网技术应用、电子技术应用、电子材料与元

器件制造、电子电器应用与维修、服务机器人装配与维护、智慧健康养老服务、汽车电子技

术应用、移动应用技术与服务、计算机应用、建筑智能化设备安装与运维、电气自动化设备

安装与维修等，下同。

④高等职业学校相关专业：电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术、电子产品

制造技术、电子产品检测技术、汽车智能技术、智能产品开发与应用、嵌入式技术应用、工

业互联网技术、计算机应用技术等，下同。
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累计从事本职业或相关职业工作 4年（含）以上。

（2）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）的

高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作 3年（含）以

上；或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业

或相关职业工作 2年（含）以上。

具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书（技能等级证书）后，

累计从事本职业或相关职业工作 4年（含）以上。

1.9.2 鉴定方式

鉴定方式分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、

机考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要

求；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事

本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对技师和高级技师，通常采取审阅申

报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达 60 分（含）

以上者为合格。

1.9.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1:15，且每个考场不少于 2

名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比不低于 1:5，且考评人员为 3人

（含）以上单数；综合评审委员为 3人（含）以上单数。

1.9.4 鉴定时间

理论知识考试时间不少于 90 分钟；五级/初级工、四级/中级工、三级/高级

工技能考核时间不少于 120 分钟；二级/技师、一级/高级技师技能考核时间不少

于 120 分钟，综合评审时间不少于 30 分钟。

1.9.5 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室或计算机机房进行；技能考核在具有智能硬件产品

相关实操设施设备的实训室或工作现场进行。
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2 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）认真严谨，忠于职守。

（2）勤奋好学，钻研业务。

（3）活学活用，勇于创新。

（4）爱岗敬业，遵纪守法。

2.2 基础知识

2.2.1 计算机基础知识

（1）计算机操作系统知识。

（2）计算机软件知识。

（3）计算机硬件知识。

（4）计算机安全知识。

（5）计算机网络知识。

（6）移动互联网知识。

（7）云计算与大数据知识。

2.2.2 电工电子基础知识

（1）电工基础知识。

（2）电路基础知识。

（3）电气基础知识。

（4）电子元器件基础知识。

（5）模拟和数字电路基础知识。

（6）电子仪器基础知识。

2.2.3 智能硬件基础知识

（1）智能硬件技术概述。

（2）微处理器基础知识。

（3）智能硬件模块基本知识。

（4）智能硬件组件基本知识。

（5）智能硬件应用系统软件基本知识。
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2.2.4 智能硬件典型应用场景认识

（1）智能家居。

（2）智慧环保。

（3）智能交通。

（4）智慧物流。

（5）智慧社区。

（6）智慧医疗。

（7）智慧农业。

（8）智慧工地。

（9）智能制造。

2.2.5 安全生产与环境保护知识

（1）安全防火相关知识。

（2）安全用电相关知识。

（3）环境保护相关知识。

（4）现场急救知识。

（5）作业安全管理知识。

（6）安全生产操作规范。

2.2.6 相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国质量法》的相关知识。

（2）《中华人民共和国标准化法》的相关知识。

（3）《中华人民共和国环境保护法》的相关知识。

（4）《中华人民共和国计量法》的相关知识。

（5）《中华人民共和国知识产权法》的相关知识。

（6）《中华人民共和国劳动法》的相关知识。

（7）《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》

相关知识。

（8）《中华人民共和国网络安全法》的相关知识。
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3 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高

级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 五级/初级工

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

1.智能

硬件装

调

1.1 识读装配

技术文件

1.1.1 能识读简单组件印制板装配

图

1.1.2 能识读物料明细表

1.1.3 能识读装配工艺卡

1.1.4 能识读元器件说明书

1.1.1 电子元器件基本知识

及图形符号

1.1.2 印制板电子元器件丝

印图例

1.1.3 电子产品生产工艺流

程

1.2 准备装配

工具

1.2.1 能准备电子产品装配焊接工

具

1.2.2 能准备电子产品装配辅助工

具

1.2.1 电子产品装配焊接工

具基本知识

1.2.2 电子产品装配辅助工

具基本知识

1.3 准备装配

耗材

1.3.1 能根据物料明细表齐套管理

及核查耗材

1.3.2 能进行耗材预加工

1.3.1 装配准备工艺常识

1.3.2 电子元器件成型与上

锡方法

1.4 装配产品

组件

1.4.1 能装配通孔元器件

1.4.2能装配0805及以上封装的元

件

1.4.3 能装配 SOP（小型封装）封

装集成电路

1.4.1 印制板通孔元器件手

工插装及装配工艺

1.4.2 印制板表面贴装元器

件装配工艺

2.智能

硬件应

用系统

部署

2.1 识读应用

系统部署图纸

2.1.1 能识读电气原理图

2.1.2 能识读电器元件布局图

2.1.3 能识读电气安装接线图

2.1.1 电气符号

2.1.2 电器元件布置知识

2.1.3 电气安装接线知识

2.2 准备应用

系统部署工具

2.2.1 能识别、操作电工工具

2.2.2 能识别、操作施工辅助工具

2.2.1 电工工具及操作方法

2.2.2 施工辅助工具及操作

方法

2.3 准备应用

系统产品组件

2.3.1 能核查应用系统部署所需组

件

2.3.2 能核查应用系统部署所需配

件

2.3.1 应用系统部署所需组

件基本知识

2.3.2 应用系统部署所需配

件基本知识

2.4 部署应用

系统辅助设施

2.4.1 能部署应用系统电气线路

2.4.2 能部署应用系统弱电线路

2.4.1 常见电气线路布线知

识

2.4.2 弱电线路布线知识

3.智能

硬件应

用系统

联调

3.1 准备应用

系统联调

3.1.1 能核查联调所需技术文件及

仪器仪表

3.1.2 能核查应用系统组件部署情

况

3.1.1 调试工具及仪器仪表

知识

3.1.2 电子产品应用系统调

试环境要求
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3.1.3 能准备联调工作环境 3.1.3 软件调试环境及下载

参数配置

3.2 安装与使

用软件

3.2.1 能核查联调所需的软件

3.2.2 能安装应用系统组件控制软

件

3.2.3 能安装应用系统调试 APP 软

件（Application，缩写为 APP）

3.2.4 能更新应用系统组件控制软

件

3.2.1 计算机应用程序的基

本知识

3.2.2 应用程序的下载与安

装方法

3.2.3APP的下载与安装方法

3.2.4 软件更新方法

3.3 适配组件

的应用场景参

数

3.3.1 能根据环境感知等参数选择

并适配组件

3.3.2 能适配组件的基本功能

3.3.1 组件参数识读及适配

知识

3.3.2 组件基本功能及适配

方法

4.智能

硬件应

用服务

4.1 调研应用

场景需求

4.1.1 能调研小型应用系统的环

境、供电等要求

4.1.2 能与需求方沟通确认小型应

用系统的总体功能

4.1.1 智能硬件小型应用系

统运行环境知识

4.1.2 智能硬件小型模应用

系统供电常识

4.1.3 智能硬件小型应用系

统常见功能

4.2 开展技术

咨询

4.2.1 能开展小型应用系统售前技

术咨询

4.2.2 能演示小型应用系统功能

4.2.3 能开展小型应用系统售后技

术咨询

4.2.1 客户沟通交流技巧

4.2.2 智能硬件小型应用系

统功能
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3.2 四级/中级工

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

1. 智 能

硬 件 装

调

1.1 识读装配技

术文件

1.1.1 能识读复杂组件印制板装

配图

1.1.2 能识读工艺说明

1.1.3 能识读装配图纸

1.1.1 复杂组件装配工艺

1.1.2 机械制图知识

1.2 准备装配工

具

1.2.1 能选用电子产品装配焊接

工具

1.2.2 能维护电子产品装配焊接

工具

1.2.3 能选用电子产品焊接材料

1.2.1 电子产品焊接材料知

识

1.3 准备装配耗

材

1.3.1 能检测电子元器件 1.3.1 仪表测量知识

1.4 装配产品组

件

1.4.1 能操作特殊装配工具完成

组件装配

1.4.2 能装配 0603 及以下封装的

元器件

1.4.3 能装配 TSSOP（薄的缩小型

小尺寸封装）等微小封装集成电

路

1.4.4 能采用压接、绕接等工艺

完成导线装接

1.4.5 能进行机械零件装接

1.4.1 特殊装配工具操作方

法

1.4.2 印制板表面贴装元器

件装配工艺

1.4.3 导线加工知识

1.4.4 机械零件装接知识

1.4.3 电子产品结构知识

2. 智 能

硬 件 应

用 系 统

部署

2.1 识读应用系

统部署方案

2.1.1 能识读应用系统部署施工

图

2.1.2 能标注组件在应用系统部

署施工图中的位置

2.1.1 智能硬件应用系统施

工图识读方法

2.1.2 设备安装位置标注方

法

2.2 确认应用系

统部署环境

2.2.1 能核查应用系统部署环境

温湿度

2.2.2 能核查应用系统部署环境

通风条件

2.2.3 能核查应用系统部署环境

供电

2.2.4 能核查应用系统部署环境

电磁干扰

2.2.1 电子产品安装环境要

求

2.2.1 应用系统部署环境电

气知识

2.2.3 应用系统部署环境电

磁干扰知识

2.3 安装应用系

统组件

2.3.1 能安装应用系统组件

2.3.2 能核查应用系统组件功能

2.3.3 能更换存在故障的应用系

统组件

2.3.1 应用系统组件安装方

法

2.3.2 应用系统组件功能
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3. 智 能

硬 件 应

用 系 统

联调

3.1 准备应用系

统联调

3.1.1 能核查应用系统组件部署

情况

3.1.2 能更换存在故障的应用系

统组件

3.1.1 电子产品应用系统部

署要求

3.2 安装与使用

软件

3.2.1 能下载安装应用系统软件

3.2.2 能下载安装应用系统调测

软件

3.2.3 能更新应用系统系统软件

3.2.1 计算机软件基本知识

3.2.2 计算机应用软件安装

方法

3.2.3 计算机软件更新方法

3.3 适配组件的

应用场景参数

3.3.1 能适配组件的自动或者手

动控制功能

3.3.2 能适配组件的人机交互功

能

3.3.1 组件的基本功能

3.3.2 组件基本功能的适配

方法

4. 智 能

硬 件 应

用服务

4.1 确认应用场

景需求

4.1.1 能与需求方沟通确认中型

应用系统的环境、供电等要求

4.1.2 能与需求方沟通确认中型

应用系统的总体功能

4.1.1 智能硬件中型应用系

统运行环境知识

4.1.2 智能硬件中型应用系

统供电知识

4.1.3 智能硬件中型应用系

统功能

4.2 开展技术咨

询

4.2.1 能开展中型应用系统售前

技术咨询

4.2.2 能开展中型应用系统售后

技术咨询

4.2.1 客户沟通交流技巧
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3.3 三级/高级工

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

1.智能

硬件装

调

1.1 装配产品

整机

1.1.1 能装配特殊工艺要求元器件

1.1.2 能识读整机装配图

1.1.3 能完成整机零部件装配

1.1.4 能完成整机电气连接

1.1.5 能完成整机机械部件装配

1.1.1 电子产品整机装

配工艺

1.1.2 整机设计文件有

关知识

1.1.3 整机装配图知识

1.1.4 电子产品电气装

配工艺

1.1.5 电子产品机械部

件装配工艺

1.2 检查装配

质量

1.2.1 能检查组件装配质量

1.2.2 能检查整机安全

1.2.3 能检查整机装配质量

1.2.4 能发现装配错误并进行改正

1.2.1 电子产品装接基

本知识

1.2.2 电子产品电磁兼

容（EMC）、电磁干扰

（EMI）基本知识

1.2.3 电气设备安全防

护要求

1.2.4 电子产品装配工

艺

1.3 调试组件

功能

1.3.1 能识读组件硬件调试说明

1.3.2 能维护调试仪器设备

1.3.3 能下载组件控制程序

1.3.4 能调试硬件性能参数

1.3.5 能记录调试参数

1.3.1 电子产品调试知

识

1.3.2 电子仪器操作方

法

1.3.3 微处理器程序下

载方法

1.3.4 电子产品性能指

标

1.3.5 电子产品调试记

录要求

1.4 排除硬件

故障

1.4.1 能分析组件硬件故障原因

1.4.2 能排除组件硬件故障

1.4.3 能填写组件硬件故障排除记录

1.4.1 电子产品组件故

障排除方法

1.4.2 电子产品组件故

障排除记录要求

2.智能

硬件应

用系统

部署

2.1 部署应用

系统辅助设施

2.1.1 能测试应用系统电气线路

2.1.2 能测试应用系统弱电线路

2.1.1 电子产品应用系

统供电要求

2.1.2 电子产品应用系

统弱电系统要求

2.2 安装应用

系统组件

2.2.1 能安装中等规模应用系统组件

2.2.2 能编制应用系统组件安装流程

2.2.1 电子产品应用系

统组件部署要求
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2.3 调测应用

系统组件功能

2.3.1 能调测应用系统基本组件功能

2.3.2 能记录应用系统基本组件调测

情况

2.3.1 电子产品应用系

统组件功能测试方法

2.3.2 电子产品应用系

统组件调测记录

3.智能

硬件应

用系统

联调

3.1 适配组件

的应用场景参

数

3.1.1 能核验应用系统组件的自动控

制功能

3.1.2 能核验应用系统组件的人机交

互功能

3.1.1 组件的应用场景

参数

3.1.2 组件应用参数适

配方法

3.2 测试应用

系统的功能

3.2.1 能维护功能测试仪表

3.2.2 能测试中小型应用系统功能

3.2.3 能填写中小型应用系统功能测

试记录

3.2.1 测试仪表操作方

法

3.2.2 应用系统功能测

试方法

3.2.3 应用系统测试记

录

3.3 撰写应用

系统的测试报

告

3.3.1 能分析中小型应用系统测试中

出现的问题

3.3.2 能撰写中小型应用系统测试报

告

3.3.1 应用系统测试问

题分析方法

3.3.2 应用系统测试报

告

4.智能

硬件应

用服务

4.1 开展系统

应用技术咨询

4.1.1 能提供大型应用系统售前技术

咨询

4.1.2 能提供大型应用系统售后技术

咨询

4.1.1 客户沟通交流技

巧

4.2 开展应用

系统技术支持

4.2.1 能演示应用系统功能

4.2.2 能排除应用系统运行中存在的

问题

4.2.1 电子产品应用系

统功能
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3.4 二级/技师

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

1.智能硬

件装调

1.1.编制装配

技术文件

1.1.1 能对组件进行工艺分析

1.1.2 能对装配工艺提出改进意

见

1.1.1 设计文件有关知识

1.1.2 装接工艺文件编制

方法

1.2排除硬件故

障

1.2.1 能分析模块硬件故障原因

1.2.2 能排除模块硬件故障

1.2.1 模块故障原因分析

方法

1.2.2 模块故障排除方法

1.3调试组件功

能

1.3.1 能测试组件功能程序

1.3.2 能联调组件的软硬件功能

1.3.3 能排除组件联调中存在的

问题

1.3.4 能填写组件调试记录

1.3.1 微处理器程序测试

方法

1.3.2 电子产品软硬件调

试方法

1.3.3 电子产品故障排除

方法

1.3.4 电子产品调试记录

填写要求

1.4撰写组件装

调报告

1.4.1 能识读设计文件

1.4.2 能撰写组件装调报告

1.4.1 电子产品装调报告

撰写方法

2.智能硬

件应用系

统部署

2.1安装应用系

统组件

2.1.1 能核查应用系统组件部署

情况

2.1.2 能排除应用系统组件部署

存在的问题

2.1.3 能记录应用系统组件部署

问题

2.1.1 电子产品应用系统

组件安装要求

2.2调测应用系

统组件功能

2.2.1 能测试应用系统复杂组件

功能

2.2.2 能编制应用系统组件检测

流程

2.2.3 能撰写应用系统组件调测

报告

2.2.1 电子产品应用系统

组件功能测试方法

2.3撰写应用系

统部署报告

2.3.1 能核查应用系统总体部署

情况

2.3.2 能撰写应用系统部署报告

2.3.1 电子产品应用系统

部署要求

2.3.2 电子产品应用系统

部署报告撰写方法

3.智能硬

件应用系

统联调

3.1测试应用系

统的功能

3.1.1 能维护大型应用系统功能

测试仪表

3.1.2 能测试大型应用系统功能

3.1.3 能填写大型应用系统功能

测试记录

3.1.1 测试仪表操作方法

3.1.2 电子产品应用系统

功能测试方法

3.1.3 电子产品应用系统

测试记录
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3.2撰写应用系

统的测试报告

3.2.1 能识读应用系统部署文件

3.2.2 能核查应用系统测试情况

3.2.3 能撰写应用系统测试报告

3.2.1 电子产品应用系统

部署文件

3.2.2 电子产品应用系统

测试要求

3.2.3 电子产品应用系统

测试报告

3.3优化应用系

统功能

3.3.1 能识读应用系统设计文件

3.3.2 能根据客户需求优化应用

系统的功能

3.3.1 电子产品应用系统

设计文件

3.3.2 电子产品应用系统

功能优化

4.智能硬

件应用服

务

4.1开展应用系

统技术支持

4.1.1 能汇总应用系统的总体技

术要求

4.1.2 能解决应用系统运行中的

技术问题

4.1.1 电子产品应用系统

技术要求

4.2撰写系统应

用需求报告

4.2.1 能汇总中小型应用系统的

总体需求

4.2.2 能撰写中小型系统应用需

求报告

4.2.1 电子产品应用系统

的需求

4.2.2 电子产品应用系统

需求报告撰写方法

5.技术管

理与培训

5.1组织项目实

施

5.1.1 能优化组件生产工艺流程

5.1.2 能组织组件装调

5.1.3 能组织应用系统部署

5.1.4 能组织应用系统联调和功

能优化

5.1.5 能组织技术支持工作

5.1.6 能撰写项目实施报告

5.1.1 电子产品生产工艺

5.1.2 项目实施方案

5.1.3 项目管理基本知识

5.2开展质量管

理

5.2.1 能分析组件装调过程中的

工艺质量问题

5.2.2 能分析组件部署过程中的

质量问题

5.2.1 质量管理的基本知

识

5.2.2 质量问题分析方法

5.3培训技术技

能

5.3.1 能组织本职业高级工及以

下技能等级人员开展安全规范与

技术技能培训

5.3.2 能制定培训计划

5.3.1 工作指导基本方法

5.3.2 培训计划、培训讲

义的编制方法

5.3.3 培训教学的基本方

法
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3.5 一级/高级技师

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

1.智能硬件

装调

1.1编制调试

工艺文件

1.1 能编制组件的调试工艺文件

1.2 能编制产品整机的调试工艺

文件

1.1.1 电子产品调试工艺

1.1.2 电子产品调试工艺

编制方法

1.2调试产品

功能

1.2.1 能测试产品应用软件

1.2.2 能分析产品应用软件测试

中存在的问题

1.2.3 能联调产品的功能

1.2.4 能排除产品调试中出现的

故障

1.2.5 能填写产品调试记录

1.2.1 电子产品应用软件

测试方法

1.2.2 电子产品软硬件调

试方法

1.2.3 电子产品故障排除

方法

1.2.4 电子产品调试记录

填写要求

1.3撰写产品

装调报告

1.3.1 能组织产品调试工作

1.3.2 能根据产品装调记录撰写

产品装调报告

1.3.1 电子产品调试组织

方法

2.智能硬件

应用系统部

署

2.1编写应用

系统部署方

案

2.1.1 能识读应用系统设计文件

2.1.2 能编写应用系统部署方案

2.1.1 电子产品应用系统

设计文件

2.1.2 电子产品应用系统

部署方案撰写方法

2.2调测应用

系统组件功

能

2.2.1 能组织应用系统组件调测

工作

2.2.2 能调试应用系统复杂组件

的功能

2.2.3 能核查应用系统组件的功

能

2.2.1 电子产品功能调试

工艺

2.2.2 电子产品功能测试

方法

2.2.3 电子产品功能检验

方法

2.3撰写应用

系统部署报

告

2.3.1 能核查应用系统的功能

2.3.2 能排除应用系统存在的故

障

2.3.3 能撰写应用系统部署报告

2.3.1 电子产品应用系统

功能核查方法

2.3.2 电子产品应用系统

部署报告撰写方法

3.智能硬件

应用系统联

调

3.1撰写应用

系统联调文

件

3.1.1 能识读应用系统组件及整

机的调试工艺

3.1.2 能识读应用系统的部署方

案

3.1.3 能撰写应用系统联调文件

3.1.1 电子产品应用系统

调试工艺

3.1.2 电子产品应用系统

联调文件撰写方法

3.2优化应用

系统功能

3.2.1 能核查应用系统联调记录

3.3.2 能发现系统功能缺陷

3.2.3 能优化应用系统功能

3.2.4 能填写应用系统优化记录

3.2.1 电子产品应用系统

联调记录

3.2.2 电子产品应用系统

功能检验方法

3.2.3 电子产品应用系统

功能优化方法

3.2.4 电子产品应用系统
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优化记录填写方法

3.3撰写应用

系统优化报

告

3.3.1 能汇总整理应用系统功能

优化记录

3.3.2 能撰写应用系统优化报告

3.3.1 电子产品应用系统

优化报告撰写方法

4.智能硬件

应用服务

4.1撰写系统

应用需求报

告

4.1.1 能分析系统需求调研报告

4.1.2 能提出应用系统需求规划

4.1.3 能撰写系统应用需求报告

4.1.1 电子产品应用系统

需求规划方法

4.1.2 电子产品应用系统

需求报告撰写方法

4.2制定系统

应用解决方

案

4.2.1 能分析系统应用需求报告

4.2.2 能确定应用系统的功能

4.2.3 能规划应用系统的架构

4.2.4 能制定应用系统解决方案

4.2.1 电子产品应用系统

功能

4.2.2 电子产品应用系统

基本架构

4.2.3 电子产品应用系统

解决方案

5.技术管理

与培训

5.1开展质量

管理

5.1.1 能分析应用系统联调中的

质量问题

5.1.2 能分析应用系统设计中存

在的缺陷

5.1.1 质量管理的基本知

识

5.1.2 质量问题分析方法

5.2核算项目

成本

5.2.1 能核算项目的软硬件成本

5.2.2 能核算施工过程中产生的

费用

5.2.3 能计算工程项目的实际成

本

5.2.1 项目成本核算原则

5.2.2 项目成本核算方法

及流程

5.3培训技术

技能

5.3.1 能组织本职业技师及以下

技能等级人员开展安全规范与技

术技能培训

5.3.2 能组织本职业技师及以下

技能等级人员开展新技术、新工

艺、新器件、新设备的推广应用

5.3.3 能撰写培训讲义

5.3.1 工作指导基本方法

5.3.2 新技术、新工艺、

新器件、新设备有关知识
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4 权重表

4.1 理论知识权重表

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技

师（%）

基本

要求

职业道德 5 5 5 5 5

基础知识 20 20 10 5 5

相关

知识

要求

智能硬件装调 30 20 20 15 5

智能硬件应用系统部署 15 20 25 20 10

智能硬件应用系统联调 15 20 20 25 30

智能硬件应用服务 15 15 20 20 25

技术管理与培训 0 0 0 10 20

合计 100 100 100 100 100

4.2 技能要求权重表

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技

师（%）

技能

要求

智能硬件装调 40 40 35 20 10

智能硬件应用系统部署 25 20 20 20 10

智能硬件应用系统联调 20 20 25 25 30

智能硬件应用服务 15 20 20 25 25

技术管理与培训 0 0 0 10 25

合计 100 100 100 100 100
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5 附录

5.1 相关术语解释

（1）智能硬件

具备信息采集、处理和连接能力，可实现智能感知、交互、大数据服务等功

能的新兴互联网终端产品。

（2）模块

模块是由相关元器件组成的具有单一功能的单元电路，例如电源模块，信号

处理模块等。

（3）组件

组件是相关电子元器件的集合，一般由材料、零件、元器件和(或)模块等经

装配连接组成的具有独立结构和一定功能。简单组件是指具备基本功能的功能单

元组合。复杂组件是指有两个及以上简单组件构成的功能单元组合。

（4）电子产品

电子产品是以电能为工作基础的相关产品。一般由一个或者多个组件及机械

部件等组成。

（5）电子产品应用系统

电子产品应用系统是指能满足一定应用场景需求的，由若干电子产品组件构

成的集合体，根据应用系统的功能、组成系统组件的数量规模和技术复杂程度一

般可以将应用系统分为小型应用系统，中型应用系统及大型应用系统。智能硬件

应用系统属于电子产品应用系统的具体领域，对于智能硬件应用系统一般而言，

常见的智能家居属于小型应用系统，智能交通及智能物流等属于中型应用系统，

智能分拣、智慧园区及智慧农业属于大型应用系统，具体严格分类按照相关系统

的定义。

（6）封装

封装是指电子元器件的外观形式，一般分为通孔形式和表面贴装形式。表面

贴装形式的电子元件封装根据其外形大小有 1206,0805,0603,0402 等。以 0805

为例，其表示的含义是元件的外形长度为 0.08 英寸，宽度为 0.05 英寸，其余的

外形大小以此类推。表面贴装形式的电子器件封装形式很多，常见的集成电路封

装形式有 SOP、TSSOP 等。SOP（Small Out-Line Package，简称 SOP）即小外形

https://baike.baidu.com/item/SOP/19675215
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封装，是一种很常见的元器件形式。表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出

呈海鸥翼状(L 字形)。材料有塑料和陶瓷两种。TSSOP（Thin Shrink Small Outline

Package，简称 TSSOP）即薄的缩小型小尺寸封装，是 SOP 封装派生出的封装形

式，比 SOP（Small Outline Package 的缩写，小尺寸封）薄，引脚更密，相同

功能其封装尺寸更小。

（7）装配

装配是指将零件按规定的技术要求组装起来，经过调试、检验使之成为合格

产品的过程，装配始于装配图纸的设计。产品都是由若干个零件和部件组成的。

按照规定的技术要求，将若干个零件接合成部件或将若干个零件和部件接合成产

品的劳动过程，称为装配。前者称为部件装配，后者称为总装配。它一般包括装

配、调整、检验和试验、涂装、包装等工作。

（8）工艺

工艺是指劳动者利用各类生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理，最终

使之成为成品的方法与过程。

（9）工艺文件

工艺文件是指导工人进行生产操作,以及进行生产和工艺管理用的各种技术

文件的总称。如工艺过程卡片、工艺卡片和工序卡片等。

（10）故障

故障是系统不能执行规定功能的状态。通常而言，故障是指系统中部分元器

件功能失效而导致整个系统功能恶化的事件。

（11）适配

适配是指将一种硬件设计的思想映射到某种可编程逻辑器件中，对于电子产

品而言则是根据要求下载满足特定要求的功能程序实现相应的功能。

（12）电磁干扰

电磁干扰（Electromagnetic Interference，简称 EMI）是干扰电缆信号并

降低信号完好性的电子噪音，EMI 通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生

（13）电磁兼容

电磁兼容性（Electromagnetic Compatibility，简称 EMC）是指设备或系

统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电

https://baike.baidu.com/item/%E9%83%A8%E4%BB%B6%E8%A3%85%E9%85%8D/4995215
https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%82%E8%A3%85/10975601
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E8%80%85/9174280
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8A%E6%88%90%E5%93%81/75390
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%84%E7%90%86/4869736
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%A3%81
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%BC%86/5942260
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%A3%81%E8%BE%90%E5%B0%84/484252
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磁干扰的能力。因此，EMC 包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过

程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指器具对所在

环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度，即电磁敏感性。


